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Abstract of FR2811809 

The encapsulating module structure of a charge- 
coupled device (1) is implemented on the lower 
side of a transparent glass plate (12) in the form 
of a high-performance substrate circuit (1 21 ) 
which is assembled by soldering with an image 
acquisition chip (1 1 ), and by use of solder balls 
(13) mounted on a printed circuit board (16) in a 
manner to obtain a combination of circuits. In a . 
variant of encapsulating structure, a transparent . 
adhesive or a special chemical compound is 
used to fill the space between the circuit (1 21 ) on 
the glass plate (12) and the image acquisition 
chip (1 1 ), so that the trajectory of image 
formation (P) traverses the glass plate and the 
transparent layer before impinging on the chip. In 
another variant, the glass plate on lower side is 
joined with the high-performance substrate 
having a central opening and whose lower side is 
in the form of appropriate circuit which is 
assembled by soldering with the image 
acquisition chip. In another variant, the high- 
performance substrate is joined with the glass 
plate which is accommodated in an upper cavity, 
and the image acquisition chip is mounted by 
soldering in a lower cavity. In another variant, a 
conductor is utilized for mounting on the printed 
circuit board. 
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a STRUCTURE D'ENCAPSUU^GE POUR UNE PUCE DE REALISATION D'lWIAGE A DISPOSITIF A COUPLAGE 
DE CHARGES. 

(57) une structure d'encapsulage pour une puce de r§all- 
^on d'image a dispositif a couplage de charges emploie 
essentiellement une technologie de montage par Dosses 
soudees pour utiliser directement un verre transparent (12) 
comme substrat avec un circuit (121) pour I'encapsulage, 
ou emploie une technologie de montage par bosses sou- 
dees pour la combinalson avec differents types de subs- 
trats afln de reaiiser un module d'encapsulage de puce de 
Sation d'image a dispositif & couplage de charges du 
type mince (1), de fapon k redulre ''epaisseur du module 
d^encapsulage de puce de realisation cf image k dispositif a 
couplage de charges (1). 
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A pTei>ogTTT g A COUPIAGE DE CHRRGES . 

A I'liBure actaelle, las dispositifs a coizplage de 

^ 4-4 1 4 =A= et constituent la technique 

1. plus P-= I'utilisatxon =o™^ j'^^^r^ils 

X. ^4.^.=. 11-hnlises dans dxfferents 
photographiqaes, at ils pauvent etre '''''■'■'■^^^'^ 
do«^es da I'industria, tals qae la phaxxoacxe, ^^^^^ 
X.4*.cation, I • informative , la transport, et la gestxon 
,,.4rale. Dans ^ modula d'ancapsulaga de ^ 
couplage da charges classiqua L (con«na raontre en ^^^^ ^^ 
on fait adh^rar sur un s^strat 12' su. - l^atx conductenr 
11- .ne puce da realisation d^imaga 2- ^ I'aida d'un proceda 

^» et autour da la puce da realisation 

a soudage de fxls, et, auw 

^> est £orin6e. Un varre 4' esc 
d' image 2', ime barriare 3 est xoxm ^ 

la Karri4re 3~ de telle sorte qa'il y 
utilise pour recouvrxr la barrxere j , ^ 

^ •!« -.rr^T-rs 4" et la puce de 
ait une certaine distance entre le varre 4 et ^ 

o. telle sorte qu'apres qa'un tra^et 

realisation d' image 2-, de telle sor ^ 

de realisation d'ajaage P axt ete transnix 

.^4= ' c.„r la puce 2'. Finalement, le module tout 
4' il soit forme sur la puce ^ . . , hi 

»tier e=t mont* sur 1. crt. de ci=c^« ^ P« 

X.inter^iredubaticondncteurU. 

A la lumi^re de ce qux preceae, 

J 1 =4.r.«r.4-ure la hauteur totale du module ne 
limitations de la structure, xa 
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peut pas etre r4duite. Par eoas4quent, celui-ci convient mal 
a tine application dans un disposxtif miniature tel qu'un 
dispositif de diagnostic de taille ultra-r6daite , une camera 
ou appareil photographique num^rique, etc., qui n4cessite un 
module d'encapsulage de hauteur ultra-r4duite pour minimiser 

la surface du module. 

La pr^sente invention sera mieux con^rise 4 la 
lecture de la description detaill4e qui suit, faite en re- 
ference aux dessins joints, dans lesqaels : 

La figure 1 est une vue sch&natique d'un module 
d'encapsulage de dispositif a couplage de charges dassique. 

La figure 2 est une vue sch&natiqae d'un montage 
par bosses soudees pour une puce de realisation d' image et un 
substrat en verre selon la presente invention. 

La figure 2A est une vue schematique d'un montage 
par bosses sondes pour une puce de realisation d' image et un 
substrat en verre selon une autre realisation pref eree de la 

presente invention. 

La figure 3 est une vue schematique d'un montage 
par bosses sondes pour une puce de realisation d' image avec 
un substrat BT ou un substrat metallique selon la presente 
invention. 

La figure 3A est une vue schematique d'un montage 
par bosses soudees pour une puce de realisation d' image avec 
un substrat BT ou un substrat m6talliqae selon une autre 
realisation pr6f4ree de la presente invention. 

La figure 4 est une vue schematique montrant le 
montage par bosses soud6es pour une puce de realisation 
d' image avec une couche de substrat PI en alliage selon la 

30 pr6sent6 invention. 

La figure 4A est une vue schematique montrant le 
montage par bosses soudees pour une puce de realisation 
d' image avec une couche de substrat PI en alliage selon une 
autre realisation pref eree de la presente invention. 
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La figure 5 est une vue schexna-bigue mon-brant: le 
montage par bosses soudees d'tm stibstrat a ouverture dirxgee 
vers le bas avec la puce de realisation d 'image selon la 
presente invention (de la soudure etant utilxsee pour le 
5 montage sur une carte de circuits imprimes) . 

Iia figure 5A est une vue schematigue montrant le 
xaontage par bosses soudees d'un substrat a ouverture dirig^e 
vers le bas avec la puce de realisation d'iznage selon une 
autre realisation preferee de la presente invention (de la 
10 soudure etant utilises pour le montage sur une carte de 
circuits imprimes) . 

La figure 6 est une vue schematique montrant le 
montage par bosses soudees du substrat a ouverture regardant 
vers le bas avec la puce de realisation d' image selon la 
15 presente invention (un conducteur metallique etant utilise 
pour le montage sur une carte de circuits imprimes) . 

La figure 6A est une vue schematique montrant le 
montage par bosses soudees du stabstrat a ouverture regardant 
vers le bas avec la puce de realisation d' image selon une 
20 autre realisation preferee de la presente invention (un 
conducteur metallique etant utilise pour le montage sur une 
carte de circuits imprimes) • 

La structure d'encapsulage pour une puce de 
realisation d' image a dispositif k couplage de charges com- 
25 prend essentiellement une puce de realisation d' image et un 
substrat de hautes performances pour le montage d'en- 
capsulage par bosses soudees. Selon la presente invention, on 
montre les differents types de structures d'encapsulage 
suivants : 

30 STRUCTURE A (coxnme montre en figure 2) 

Le present module d ' encapsulage de dispositif k 
couplage de charges 1 est essentiellement forme sur la face 
inferieure d'un verre 12 sous la forme d'un circuit 121, et a 
subi un montage d'encapsulage par bosses soudees avec une 
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puce de realisation d' image 11, et de la soudiire 13 est 
utilisee pour monter le circuit 121 sur la carte de circuits 
imprimes 16 de fa9on a realiser une combinaison de circuits . 
STRUCTURE Al (ctamae montre en figure 2A) 
La structure du present module d'encapsulage de 
dispositif a couplage de daarges 1 est similaire a celle de 
la structure A, et, dans celle-ci, une colle transparente 14 
ou un produit chimiqae special 15 remplit I'espace entre le 
circuit 121 sur le verre 12 et la puce de realisation d' image 
11, de telle sorte que 1' ensemble du module d'encapsulage de 
dispositif ^ cotrplage de cdiarges 1 soit plus stable. De plus, 
le trajet de realisation d' image P a travers le verre 12 peut 
toujours traverser la colle transparente 14 ou le produit 
chimique special 15, et entrer ensuite sur la puce de 
15 realisation d' image 11. 

STRUCTURE B (ccatme montr6 en figure 3) 
Tout d'abord, on fait adherer a la face sup&:ieure 
du substrat BT ou du substrat stratifie conqportant un trou 
central un verre 22, et, en mSrne ten^JS, la face inf6rieure du 
20 substrat BT ou du substrat stratifie 23 est mise sous la 
forme d'un circuit approprie 231. Ensuite, la puce de 
realisation d' image 21 subit un processus de montage par 
bosses soudees et le circuit 231 sur le substrat BT ou le 
substrat stratifie 23 est monte de fa^on a former un module 
25 d'encapsulage de dispositif a couplage de charges. Ensuite, 
1' ensemble du module d'encapsulage de dispositif a couplage 
de charges 2 est monte sur la carte de circuits inprimes 27 a 
I'aide d'une soudure 24. 

STRUCTURE Bl (conmie montre en figure 3A) 
La stinicture du present module d'encapsulage de 
dispositif a coT:5>lage de charges 2 est similaire a celle de 
la structure B, et, dans celle-ci, une colle transparente 25 
ou un produit chimicpae sp4cial 26 recaplit I'espace entre la 
puce de realisation d' image 21 et le substrat BT ou le 
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sxtbstrat stratifie, de telle sorte que le txajet de 
realisation d' image P k travers le verre 22 puisse tou jours 
traverser la colle transparente 25 ou le produit chimiqae 
special 26 afin d'entrer sur la pxice de realisation d' image 
5 21. 

STRUCTURE C (coxome montre en figure 4) 
Tout d'abord^ on fait adherer sur la face 
superieure du substrat PI 33 (comportant un trou central) un 
verre 32. En meme tenxps, la section inferieure du substrat PI 
10 33 est mise sous la forme d'un circuit approprie. Ensuite, on 
monte la puce de realisation d' image 31 sur le substrat PI 33 
a I'aide du precede de montage par bosses sendees, de fagon a 
former un module d' encapsulage de dispositif a couplage de 
charges 3. Ensuite^ 1^ ensemble du module d^encapsulage de 
15 dispositif a couplage de charges 3 est monte sur la carte de 
circuits imprimes a I'aide d'une soudure 34. 

STRUCTURE CI (coiratie montre en figure 4A) 
La structure de la presente structure d'encapsu- 
lage de dispositif a couplage de charges 3 est similaire a 
20 celle de la structure C, et, dans celle-ci^ une colle 
transparente 35 ou un produit chimique special 36 remplit 
I'espace entre le substrat PI 33 et la puce de realisation 
d' image 31, de telle sorte que le trajet de realisation 
d' image P a travers le verre 32 puisse traverser la colle 
25 transparente 35 ou le produit chimique special 36, et entre 
ensuite sur la puce de realisation d' image 31. 

STRUCTURE D (comme montre en figure 5) 
On fait adherer dans la cavite superieure 431 a la 
face stiperieure d'un substrat 43 conrportant une ouverture 
30 regardant vers le bas un verre 42 . La cavite inferieure 432 
du substrat 43 comportant une ouverture rega r d a nt vers le bas 
subit un montage par bosses sendees avec une puce de 
realisation d* image 41 de fagon a former un module 
d^encapsulage de di^ositif a couplage de charges 4. Le 
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module d ' encapsulage de dispositif a couplage de charges 4 
est ensuite monte sur la carte de circuits imprimes 48 a 
I'aide d'une soudure 44. 

STRUCTOKE Dl (coitime montre en figure 5A) 
La structure da present module d'encapsulage de 
dispositif a couplage de charges 4 est similaire a celle de 
la structure D, et, dans celle-ci, une colle transparente 46 
6u un produit chimiqae special 47 reicrplit I'espace entre le 
substrat 43 et la puce de realisation d' image 41, de telle 
sorte que le trajet de realisation d' image P a travers le 
verre 42 puisse traverser la colle transparente 46 ou le 
produit chimique special 47, et entre ensuite sur la puce de 
realisation d* image 41. 

STRUCTURE E (comme montre en figure 6) 
La presente structure est similaire a celle de la 
structure D, et, dans celle-ci, le montage de la carte de 
circuits imprimes 48 est realise en utilisant un metal con- 
ducteur 45 • 

STRUCTURE El (comme montre en figure 6A) 
La structure du present module d'encapsulage de 
dispositif a couplage de charges A est similaire a celle de 
la structure E, et, dans celle-ci, une colle transparente 46 
ou un produit chimiqae special 47 remplit l^espace entre le 
sxibstrat 43 et la puce de realisation d' image 41. 
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1. Structure d'encapsulage pour une puce de 
realisation d' image a dispositif k couplage ds charges, em- 
ployant une puce de realisation d' image (11) qui subit un 
montage d'encapsulage par bosses soudees avec un substrat de 
hautes performances, et est mise sous la forme de la 
structure d'encapsulage de puce da realisation d' image k 
dispositif a couplage de charges, caract6ris6e en ce que le 
module d'encapsulage de dispositif 4 couplage da charges (1> 
est realise sur la face inf4rieure du verre (12) sous la 
forme d'un circuit (121) qai subit un montage d'encapsulage 
par bosses soudees avec la puce de realisation d' image (11), 
et en ce que de la soudure (13) est utilis4e pour monter le 
ciLrcuit (121) sur une carte de circuits imprimes (16) . 

2. Structure d'encapsulage pour une puce de 
realisation d' image a dispositif a couplage de charges selon 
la revendication 1, caracterisee en ce qu'une colle 
transparente (14) ou un produit chimique special (15) rem- 
plit I'espace entre le circuit (121) sur le verre (12) et la 
puce da realisation d' image (11), et en ce que le trajet de 
realisation d' image (P) a travers le verre (12) traverse la 
colle transparente (14) ou le produit chimique special (15) 

25 et entre sur la puce de realisation d' image (11) . 

3. Structure d'encapsulage potir une puce de 
realisation d' image a dispositif i couplage da charges, em- 
ployant une puce de realisation d' image (21) qui subit un 
montage d'encapsulage par bosses soudees avec un substrat de 
hautes performances, et qui est mise sous la forme de la 
structure d'encapsulage de puce de realisation d- image a 
dispositif a couplage de charges, caracterisee en ce que I'on 
fait adherer un verre (22) a la face superieure d'un substrat 
BT ou stratifie (23) comportant un trou central, en ce que la 
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face inferieure ehi siabstrat BT on stratifi4 (23) est mise 
sous la forme d'lm circuit approprie (231) , en ce que la puce 
dfi r4alisation d' image (21) subit un processus de montage par 
bosses soudees avec le circuit (231) sur le substrat BT ou 
stratifi4 (23) de fagon k ce qa'elle soit mise sous la forme 
d'un module d'encapsulage de dispositif a couplage de charges 
(2), et en ce que 1' ensemble du module d' encapsulage de 
dispositif a couplage de charges (2) est mont4 sur la carte 
de circuits ±iapx±m&s (27) k I'aide d'une soudure (24). 

4. Structure d' encapsulage pour une puce de 
realisation d' image ^ dispositif li couplage de charges selon 
la revendication 3, caract4ris6e en ce qu'une colle 
transparente (25) ou un produit chimique special (26) rem- 
plit 1' espace entre le substrat BT ou stratifi6 (23) et la 
puce de realisation d' image (21) . 

5. structure d' encapsulage pour une puca de 
realisation d' image a dispositif a couplage de charges, em- 
ployant une puce de realisation d' image (31) qui subit un 
montage d' encapsulage par bosses soudees avec un substrat de 
hautes performances, et mise sous la forme de la structure 
d' encapsulage de puce de realisation d- image a dispositif k 
couplage de charges, caracterisee en ce que 1- on fait adherer 
un verre (32) k la face sup4rieure d'un substrat PI (33) 
comportant un trou, en ce que la face inf4rieure du substrat 
PI (33) est mise sous la forme d'un circuit approprie, en ce 
que la puce de r4alisation d' image (31) subit un processus de 
montage par bosses soud4es avec le circuit sur le substrat PI 

(33), de faqjon k ce qu'elle soit mise sous la forme d'un 
module d' encapsulage de dispositif k couplage de charges (3), 
et en ce que 1' ensemble de module d' encapsulage de dispositif 

a couplage de charges (3) est mont4 sur la carte de circuits 

imprim4s (37) a I'aide d'une soudure (34). 

6. Structure d' encapsulage pour une puce de 
r4alisation d'ainage a dispositif a couplage de charges selon 
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la revendioation 5, caracteris4e en ce qa'une colle 
transparente (35) ou un produit chiinique special (36) rem- 
plit I'espace entre le stabstrat PI (33) et la puce de 

realisation d' image (31) . 

7. Structure d'encapsulage pour una puce de 
realisation d'ainage a dispositif 4 couplage de charges, em- 
ployant une puce de r4alisation d'iioage (41) qui subit un 
montage d'encapsulage par bosses sendees avec un substrat a 
hautes performances, et aise sous la fonoe de la structure 
d'encapsulage de puce de realisation d' image k dispositif a 
couplage de charges, caract6ris4e en ce que I'on fait adh4rer 
un verre (42) dans une cavite sup4rieure (431) sur la face 
superieure du substrat k ouverture regardant vers le bas 
(43), en ce que la cavite inferieure (432) du substrat (43) 
subit un processus de montage par bosses soud6es avec une 
puce de realisation d'iiaage (41) de fagon a former un module 
d'encapsulage de dispositif a couplage de charges (4), et en 
ce que le module d'encapsulage de dispositif a couplage de 
charges (4) est monte sur la carte de circuits imprimes (48) 

k I'aide d'une soudure (44) . 

8. Structure d'encapsulage pour une puce de 
realisation d' image a dispositif a couplage de charges selon 
la revendioation 7, caract^risee en ce qu'une colle 
transparente (46) ou un produit chimique sp4cial (47) rem- 
plit I'espace entre le verre (42) et la puce de realisation 
d' image (41), et en ce que le trajet de realisation d- image P 
a travers le verre (42) traverse la colle transparente (46) 
ou le produit chimique special (47) et entre sur la puce de 

realisation d' image (41) . 

9. Structure d'encapsulage pour une pnce de 
realisation d' image k dispositif a couplage de charges selon 
la revendioation 7, caracterisee en ce qu'un processus de 
montage a conducteur est utilise pour le montage sur la carte 
de circuits iiaprimes (48) et en ce qu'une colle transparente 
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(46) ou tin prodMXt chimique 
entre le siabstrat k ouverture 
la puce da r4alisation d' image 



special (47) remplit I'espace 
regardant vers le bas (43) et 
(41) . 
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